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江苏雅克科技股份有限公司 

关于投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”的公告 

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

特别提示： 

1、本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际

投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期到

位导致项目延期、变更或无法完成的风险。 

2、本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变

化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行

业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在如

未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。  

 

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第

六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设“年产2.4万吨电子材料项

目”的议案》，同意全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司 （以下简称

“雅克先科”）在四川省成都市彭州市投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”

（以下简称“本次投资事项”）。具体情况如下： 

一、项目概况 

为进一步完善公司硅微粉业务的产业链条，提高企业竞争力，促进企业健

康有序发展，公司拟投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”，预计项目总投资

约89,706.34万元，总建设周期约为2年，资金来源主要为企业自有或自筹。 

截至2024年7月31日，“年产2.4万吨电子材料项目”累计投资金额为人民

币41,630.43万元，项目尚未建设完成。鉴于电子粉体材料在相关工业化生产中

的广泛应用，公司持续看好球形二氧化硅和球形氧化铝等电子粉体材料的未来

发展前景，故计划在现有项目建设进度基础上，继续对本项目进行投资。公司

启动对本项目的进一步投资后，预计本次投资事项的投资总额将超过公司《总



经理工作细则》规定的总经理审批权限但暂未达到公司股东大会审议标准，因

此已将本次投资事项整体提交公司董事会审议。 

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交

公司股东大会审议。根据项目推进进展，如果项目的后续投资规模进一步扩

大，达到股东大会审议标准，公司将按照相关规定履行相应的审议程序和信息

披露义务。 

二、投资主体基本情况 

公司名称：雅克先科(成都)电子材料有限公司 （以下简称“雅克先科”） 

统一社会信用代码：91510182MAC6NUP94R  

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 

注册资本：10,000.00万人民币  

成立日期：2022年12月28日 

法定代表人：沈琦  

住所：四川省成都市彭州市远航大道120号 

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用

材料研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材

料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动） 

股权结构：雅克科技持有雅克先科100%股权。 

三、投资项目基本情况 

1、项目名称：年产2.4万吨电子材料项目  

2、项目地址：四川省成都市彭州市  

3、投资规模：预计投资人民币89,706.34万元（具体以实际为准）。公司

最近一期（2023年底）经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为

人民币690,808.06万元，本项目预计投资规模将达到最近一期（2023年底）经

审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）10%以上。 

4、资金来源：自有或自筹资金  

5、项目主要内容：根据公司发展、市场需求并结合公司在经营管理上的能

力，确定此次项目设计产能为年产2.4万吨电子粉体材料。具体生产品种根据市

场情况可及时进行调整。 



6、项目建设周期：2023年10月—2025年12月 

7、可行性分析 

球形硅微粉作为一种无机非金属矿物功能性粉体材料，具有高耐热、高绝

缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性，能够广泛应用于覆

铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域，在消费电

子、家用电器、移动通信、汽车工业、航空航天、国防军工、风力发电等行业

所需的关键性材料中占有举足轻重的地位，因此硅微粉行业的发展对推动相关

产业的技术进步、提升产品的性能和质量发挥着巨大作用，对于缩短我国电子

工业与日本等发达国家之间的差距具有重要意义。 

球形氧化铝是目前导热散热及高功率芯片方面主要的应用材料。首先，球

形氧化铝具有优良的导热性能和高球形度高填充性，是热界面材料的主要原料

之一，随着国内电子产品的快速增长，高端电子产品已经对导热散热提出了更

高的要求，热界面材料（TIM）是所有电子设备、电源模块、通信、能量存储等

应用的关键需求之一。从本质上说，只要系统产生热量并需要散热（例如通过

散热器），通常都需要用到热界面材料，市场潜力巨大。另一方面，将球形氧

化铝作为芯片封装用填料，其突出特性是导热率更高，芯片产出的热量易于散

出，一般用于算力芯片、多芯片产品；目前广泛应用在AI训练、推理的存储芯

片——HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器），球形氧化铝是必不可

少的关键填料 

雅克科技在收购浙江华飞电子基材有限公司的股权以后，致力于包括球形

二氧化硅等微细电子粉体产品的开发和生产，公司在研发生产二氧化硅封装材

料的同时也早早开始球形氧化铝的生产研发，并取得了技术上的突破，打破了

国外的技术垄断。 

 

经过多年的研究和实践，公司已掌握高温熔融法、燃爆法等行业领先的粉

体制造工艺，生产的产品性能和品质达到了国外先进水平，在电子行业也有着

广阔的应用范围。本次项目的实施将有助于公司在市场竞争中占得先机，实现

公司的壮大与发展。 

四、本次投资的目的、对公司的影响、存在的风险 

1、本次投资的目的 

本次投资源于公司对硅微粉业务发展前景的持续看好，有利于进一步完善



公司业务布局，促成公司规划建设高附加值硅微粉制造项目。项目建成后可以

进一步完善公司在硅微粉业务方面的产业链条，提高企业竞争力，促进企业健

康有序发展，符合企业发展战略。 

2、对公司的影响 

本次项目投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务并结合公司

市场判断进行的拓展，有利于公司进一步扩大市场份额，提升综合竞争实力，

对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，符合公司整体发展战略规划，符

合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。 

本投资项目符合公司的战略发展需要，有利于提高公司综合竞争能力，为

股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。项目建设、投产及生产经营

需要一定的时间，预计对公司2024年度经营业务不构成重大影响，但对公司长

远发展会有积极影响。 

3、存在风险 

（1）本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实

际投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期

到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。 

（2）本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生

变化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、

行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在

如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。 

敬请广大投资者注意投资风险。 

五、备查文件 

1、第六届董事会第十次会议决议。 

特此公告。 

江苏雅克科技股份有限公司 

董事会 

二〇二四年八月二十八日 
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